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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2015-2020年中国键合金丝行业分析与投资前景研究调查报告》共九章。

介绍了键合金丝行业相关概述、中国键合金丝产业运行环境、分析了中国键合金丝行业的现

状、中国键合金丝行业竞争格局、对中国键合金丝行业做了重点企业经营状况分析及中国键

合金丝产业发展前景与投资预测。您若想对键合金丝产业有个系统的了解或者想投资键合金

丝行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

集成电路中用作连接线的金合金丝，又称球焊金丝或引线金丝。金含量&ge;99．99%，微量添

加元素总和&lt;0.01%。有&gamma;型、C型和FA型等三种，后两种用于高速键合。微量元素为

铍、铜、银等具有细化晶粒，提高再结晶温度和强化金的作用。用高频炉真空熔炼，二次重

熔和定向结晶，铸锭在均匀化后冷加工成材。或用液体挤压工艺制造。键合金丝是微电子工

业的重要材料，用作芯片和引线框架间连接线。
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